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年 月 日 

四国化成建材株式会社 

チップロード/チップロードソフト 成分表 

 

● 主たる構成材料 （※印は有機物） 

チップロード 主剤（夏用） 

構成材料名 配合率（重量％） 

ウレタン樹脂 73.0 

3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル= 

イソシアネート(イソホロンジイソシアネート) 
 2.4 

エチルベンゼン  6.6 

キシレン  7.1 

フタル酸ビス（2‐エチルヘキシル）  9.1 

すず及びその化合物  0.1 

安定剤  1.7 

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。  

 

チップロード 主剤（冬用） 

構成材料名 配合率（重量％） 

ウレタン樹脂 72.0 

3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル= 

イソシアネート(イソホロンジイソシアネート) 
 2.4 

2－エチルヘキサン酸 0.3 

エチルベンゼン  6.5 

キシレン  7.0 

フタル酸ビス（2‐エチルヘキシル）  9.0 

すず及びその化合物  0.7 

安定剤  2.1 

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。  
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チップロード プライマー 

構成材料名 配合率（重量％） 

ウレタン樹脂 48.0 

3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル= 

イソシアネート(イソホロンジイソシアネート) 
1.7 

エチルベンゼン 4.4 

キシレン  4.7 

酢酸エチル 40.0 

安定剤  1.2 

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。  

 

チップロード 骨材 

構成材料名 配合率（重量％） 

ゴム（ＥＰＤＭ） 33.0 

フィラー 45.0 

オイル 15.0 

加硫剤及び顔料 7.0 

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。  

 

 上記構成材料には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂およ

びホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していません。 

 アスベスト（石綿）は一切使用しておりません。 

 

以上 

  


